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Chtodzenie narzedzia z PCD podczas mikrofrezowania SiC
wspomagane strumieniem plazmy

Twarde i kruche materialy — np. szklo, ceramika, a zwltaszcza weglik krzemu (SiC) — maja szerokie zastosowanie, co wynika
zich duzej stabilno$ci termicznej i odpornosci na zuzycie. Z drugiej strony wysoka twardos$¢ i krucho$¢ czyni SiC materia-
tem trudno skrawalnym. Na szczescie wciaz sa opracowywane nowe metody mikroobrébki, umozliwiajace ksztaltowanie
matych przedmiotéw z SiC o zadowalajacej doktadnosci geometrycznej i jakosci powierzchni.

Mikrofrezowanie narzedziami z diamentu polikrysta-
licznego (PCD) jest atrakcyjnym sposobem wytwarzania
struktur trojwymiarowych z twardych i kruchych materia-
tow — takich jak SiC. Nieréwnomiernie roztozone, ostre,
diamentowe ziarna ostrza mikrofrezu dziatajg jak oddziel-
ne krawedzie skrawajgce, co wywotuje efekt zblizony do
mikroszlifowania i pozwala na uzyskanie powierzchni o wy-
sokiej jakosci. W takich operacjach doboér warunkéw chto-
dzenia jest bardzo trudny ze wzgledu na zanieczyszcze-
nie powierzchni narzedzia wiérami i mikronarostami, ktére
mogg prowadzi¢ do pogorszenia jakosci powierzchni obro-
bionej. Wyrazng poprawe wynikéw obrébki weglika krzemu
0 wysokiej czystosci za pomocg dwuostrzowego mikro-
frezu z PCD o $rednicy @0,1 mm mozna osiggng¢ przez
dodanie strumienia plazmy do konwencjonalnego chtodze-
nia mgtg olejowg (rys. 1). Plazma jest generowana z azotu
(podawanego pod cisnieniem 0,1 MPa) przez elektrode
umieszczong u wylotu kwarcowej dyszy. Temperatura pla-
zmy wynosi ok. 40+45 °C, wiec nie dochodzi do uszkodzen
termicznych narzedzia i przedmiotu obrabianego.
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Rys. 1. Stanowisko badawcze (wyzej) oraz zastosowany mikrofrez i pa-
rametry skrawania (nizej)

Na rys. 2a przedstawiono s$rednig chropowatos¢ po-
wierzchni obrobionych z wykorzystaniem chtodzenia
wspomaganego plazmg i bez tego wspomagania. Za-
stosowanie plazmy dato korzystny efekt w przypadku
wszystkich posuwéw za wyjagtkiem f, > 400 nm/ostrze.
Niska chropowatos¢ (na poziomie 1+2 nm) utrzymuje sie
do 3000 mm drogi skrawania, podczas gdy chropowatosé
powierzchni obrabianej bez tego wspomagania stopnio-
wo rosnie wraz z tg droga (rys. 2b).
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Rys. 2. Wplyw wspomagania chtodzenia strumieniem plazmy na chropo-
wato$¢ powierzchni obrobionej w funkgji: a) posuwu, b) drogi skrawania
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Rys. 3. Wptyw oddziatywania strumienia plazmy na strefe kontaktu narzg-
dzia i przedmiotu obrabianego podczas mikrofrezowania narzedziem PCD

Mechanizm oddziatywania strumienia plazmy na wa-
runki chtodzenia wyjasniono nastepujgco: plazma powo-
duje powstawanie na powierzchni obrabianego krzemu
warstewki SiO, o grubosci kilku angstreméw i silnych
wiasciwosciach hydrofilnych. Dzieki temu chtodziwo lepiej
przylega do przedmiotu i wnika miedzy przedmiot a po-
wierzchnie narzedzia (rys. 3). Ponadto strumien plazmy
usuwa wiory zanieczyszczajgce narzedzie i strefe skra-
wania oraz zapobiega powstawaniu mikronarostow, ktore
powodujg pogorszenie chropowatosci powierzchni.
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